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1 Dopuszczalnos¢ Zespotow Elektronicznych

Przedmowa

W tym rozdziale zostaty przedstawione nastepujgce tematy:
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1.3 Klasyfikacja

1.4 Definicja Wymagan
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1.4.1.3 Stan Wady
1.4.1.3.1Zalecenie

1.4.1.4 Stan Wskaznika Procesu
1.4.1.4.1 Metodologie Wskaznika Procesu
1.4.1.5 Stany taczone

1.4.1.6 Stany Nieokreslone

1.4.1.7 Konstrukcje Specjalizowane

1.5 Terminy & Definicje

1.5.1 Orientacja Ptytki

1.5.1.1 *Strona Gtoéwna

1.5.1.2 *Strona Druga

1.5.1.3 Strona Zrédiowa Lutowia
1.5.1.4 Strona Docelowa Lutowia
1.5.2 *Zimny Lut

1.5.3  Odstep Elektryczny

1.5.4  Wysokie Napiecie

1.5.5 Lutowanie Miedzywarstwowe
1.5.6 *Wydzielenie

1.5.7 Menisk (Komponent)
1.5.8 *Pole Niefunkcjonalne
1.5.9 Kotek w Pascie

1.5.10 Srednica Przewodu
1.5.11  Owinigecie Przewodu
1.5.12 Zachodzenie Przewodu

1.6 Przyktady i llustracje

1.7 Metodologia Inspekcji
1.8 Weryfikacja Wymiaréw
1.9 Narzedzia Powigkszajace

1.10 Oswietlenie
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If a conflict occurs between the
English and translated versions of
this document, the English version
will take precedence.

W przypadku, gdy pomiedzy wersja
angielska, a wersjg przettlumaczong
niniejszego dokumentu, wystapi
rozbieznos¢, obowigzuje wersja
angielska.

1.1 Zakres

Niniejszy standard jest zbiorem wymagan dotyczgcych
wizualnej jakosciowej dopuszczalnosci zespotow
elektronicznych.

Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczgce
dopuszczalnosci wytwarzania zespotéw elektrycznych i
elektronicznych. Historycznie rzecz ujmujgc, standardy
dotyczace zespotdw elektronicznych zawieraty bardziej
wyczerpujgce zasady i techniki dotyczgce nauczania.

W celu doktadniejszego zrozumienia zalecen i wymagan
zawartych w niniejszym dokumencie, mozna stosowac go
wraz z IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 i IPC J-STD-001.

Celem tego dokumentu nie jest zdefiniowanie proceséw
montazu jak réwniez nie jest nim autoryzacja naprawy/
modyfikacji lub zmian produktu klienta. Na przyktad
informacje zawarte w tym dokumencie dotyczace klei
taczacych komponenty nie sg rownoznaczne z wymogiem
ich stosowania, jak rowniez wyprowadzenie owinigte
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazoéwek zegara dookota
zakonhczenia nie oznacza, ze wszystkie wyprowadzenia/
przewody powinny by¢ owiniete zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazowek zegara.

Uzytkownicy niniejszego standardu powinni zna¢ stosowne
wymagania tego dokumentu oraz powinni wiedziec¢ jak je
zastosowac.

Powinien by¢ utrzymywany obiektywny dowod

wykazania sie tg wiedzg. Tam, gdzie obiektywny dowdéd
jest niedostepny, organizacja powinna rozwazy¢ okresowy
przeglad umiejetnosci personelu w zakresie ustalania
wiasciwych wizualnych kryteriéw dopuszczenia.

IPC-A-610 okresla kryteria wykraczajgce poza zakres IPC
J-STD-001 definiujgcy wymagania dotyczace obstugiwania,
wymagania mechaniczne oraz wymagania dotyczace
wykonania. Tabela 1-1 jest podsumowaniem odpowiednich
dokumentow.
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